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5E\STI STANDARDI EESSONA NATIONAL FOREWORD

Rgﬁ v Eesti standard EVS-EN 62326- | This Estonian standard EVS-EN 62326-4-
4-¥20Q3 sisaldab Euroopa standardi EN | 1:2003 consists of the English text of the
62326-4-1:1997 ingliskeelset teksti. European standard EN 62326-4-1:1997.
Kéesol ument on jéustatud This document is endorsed on 15.01.2003
15.01.20 elle kohta on avaldatud with the notification being published in the
teade Eesti §tandardiorganisatsiooni official publication of the Estonian national
ametlikus valj es. standardisation organisation.
Standard on katt av Eesti The standard is available from Estonian
standardiorganisat |p@st. standardisation organisation.
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Standardite reprodutseerimis- ja levitamis6igus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse slisteemi vdi edastamine Ukskoikmilli vormis voi
millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on kisimusi standardite autorikaitse kohta, palun votke Ghendust Eesti Standardikeskusega: ‘
Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee 0

Right to reproduce and distribute Estonian Standards belongs to the Estonian Centre for Standardisation

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, without permission in writing from Estonian Centre for Standardisation.

If you have any questions about standards copyright, please contact Estonian Centre for Standardisation:
Aru str 10 Tallinn 10317 Estonia; www.evs.ee; Phone: +372 605 5050; E-mail: info@evs.ee
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Sectional specification
Section 1: Capability Detail Specification
Performance levels A, B and C
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Cartes imprimées Leiterplatten

Partie 4: Cartes imprimées multicouches Teil 4: Starre Mehrlagen-Leiterplatten
rigides avec connexions intercouches mit Durchverbindungen

Spécification intermédiaire Rahmenspezifikation
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Niveaux de performance A, Bet C Anforderungsstufen A, B und C

(CEl 2326-4-1:1996) (IEC 2326-4-1:1996)

This European Standard was approved by CENELEC on 1996-12-09. CENELEC members are bound to
comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
; European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
/ plication to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

his European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other
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n ito the Central Secretariat has the same status as the official versions.
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Foreword

The text of document 52/656/FDIS, future edition 1 of IEC 2326-4-1, prepared by
IEC TC 52, Printed circuits, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was
approved by CENELEC as EN 62326-4-1 on 1996-12-09.

The following dates were fixed:

— latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement (dop) 1997-09-01

— latest date by which the national standards conflicting
with the EN have to be withdrawn (dow) -

This section 1 of part 4 is to be used in conjunction with EN 62326-1:1997 and
EN 62326-4:1997

Annexes designated "normative" are part of the body of the standard.

Annexes designated "informative” are given for information only.

In this standard, annex ZA is normative and annexes A, B and C are informative.
Annex ZA has been added by CENELEC.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 2326-4-1:1996 was approved by CENELEC as
a European Standard without any modification.
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Annex ZA (normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and
the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or
revisions of any of these publications apply to this European Standard only when
incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of
the publication referred to applies (including amendments).

NOTE: When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod),
the relevant EN/HD applies.

Publication Year Title EN/HD Year
IEC 68-2-3 1969 Basic environmental testing procedures HD 323.2.3 S2" 1987
Part 2: Tests - Test Ca: Damp heat, steady
state
IEC 68-2-20 1979 Test T: Soldering HD 323.2.20 S3? 1988
IEC 68-2-38 1974 Test Z/AD: Composite HD 323.2.38 S1 1988

temperature/humidity cyclic test

IEC 249-3-3 1991 Base materials for printed circuits - -
Part 3: Special materials used in connection
with printed circuits
Specification No. 3: Permanent polymer
coating materials (solder resist} for use in
the fabrication of printed boards

IEC 1189-3 * Test methods for electrical materials, - -
interconnection structures and assemblies
Part 3: Test methods for interconnection

/‘ structures (printed boards)
IEC &96—1 1996 Printed boards EN 62326-1 1997
o, Part 1: Generic specification
IEC 2326-0 1996 Part 4: Rigid multilayer printed boards EN 62326-4 1997
O with interlayer connections

C Sectional specification

1) HD 323.2.3 S2 includes A1:1981@C 68-2-3.
2) HD 323.2.20 S3 includes A2:1987 to 68-2-20.
3) At present under IEC-CENELEC para (62/627/FDIS).

)
L/Q.
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Validité de la présente publication

.
Des r 96{ ements relatifs a la date de reconfirmation de
la public@sont disponibles aupres du Bureau Central de
la CEL.

relatifs a ces révisions, a ['établis-
évisées et aux amendements peuvent
Comités nationaux de la CEl et
Sous:

Les renseign
sement des éditi
étre obtenus aupr
dans les document

e Bulletin de la

e Annuairedela C
Publié annuelleme

de la CEI

)r régulierement
.

Terminologie /
En ce qui conceme la terminologie géné&?,le lecteur se

reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electroteghnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme chapitres

séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des ails
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur .
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEl. A

e Catalogue des publi
Publié annuellement et mis

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

e |EC Bulletin

e [EC Yearbook
Published yearly

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to |EC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

Les termes et définitions figurant dans la présente pu@ The terms and definitions contained in the present publi-

cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEl, le lecteur
consultera:

— la CEl 27: Symboles littéraux a utiliser en
électrotechnique;

- la CEl 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

- la CEl 617: Symboles graphiques pour
schémas;

et pour les appareils électromédicaux,

— la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEIl 417, de la
CEl 617 et/ou de la CEIl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

cation have either been taken from the IEV or have been

/ ecifically approved for the purpose of this publication.

hical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs

appravéd by, the IEC for general use, readers are referred to
publicati
- |IE ~hetter symbols to be used in electrical
technolog

- IEC 41@3@[)}'03/ symbols for use on

equipment. Ingéx, survey and compilation of the
single sheets;

- IEC 617: G ?@ symbols for diagrams;

and for medical electrical equi@(
— |EC 878: Graphical symé/or electromedical
equipment in medical practices ﬁ

The symbols and signs contained in the pres ublication
have either been taken from IEC 27, | MIEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically rovgd for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the sa@
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.



o
o%
2

NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

CEl
IEC

2326-4-1

QC 230401

Premiére édition
First edition
1996-12

Q
O /(partes imprimées —

APartie 4
@rtes imprimées multicouches rigides
av onnexions intercouches —
Spécification intermédiaire —
Secti : Spécification particuliere d’agrément —
Niveaux Zerformances A,BetC

Printed boa %

Part 4:

Rigid multilayer
with interlayer con
Sectional specificati
Section 1: Capability il Specification —

Performance levels A, B w

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés ——@( ight - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of thi ication may be reproduced or utilized
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, in any form ny means, electronic or mechanical,
électronique ou mécanique, y compris la photooople et les  including photooopg g and microfilm, without permission

microfilms, sans l'accord écrit de I'diteur. in writing fro isher

& Genéve, Suisse

Bureau central de la Commission Electrotechnique Intemationale 3, rue deWa

Commission Electrotechnique internationale CODE | XB
International Electrotechnical Commission PRICE C

MemayHapoaHar OneKrporexHmyeckas Homuccun
@ Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue




-2- 2326-4-1 © CEIl:1996

SOMMAIRE

) Pages
A\/@- OP O .ttt 4

Articles Q
1 Domai pplication ... ... e e 6

2  Référenceg NOrmatives .. ... ...t e 6

3 Composant ;@ragrément de savoir-faire (CQC) ...t 8

4 Agrément de sa@ire ..................................................... 14

5 Démonstration du @-faire ................................................. 16

6 Cartede démonstratio@ savoirfaire (CTB) ....viviii i i it e ee e 46
L

Figures .......... ... ..., {;\ ............................................... 56

Annexes @
A Acronymes relatifs a I'"ECQ et leur @Pon ................................... 114

B Tableaudeconversion............... ® ..................................... 116
C Bibliographie ............. ... .. ... &.‘ ................................ 126



2326-4-1 © IEC:1996 -3-

CONTENTS

) Page

L= oo o 7= T - Y
2 Normative r@nces .........................................................

3 Capability Qu@n Component (CQC) - ..ov i e i i 9
4 Capability appro@ ......................................................... 15
5 Capability testing . @ ....................................................... 17
6 Capability Test Board (09 descriptions ... ...t e 47

L

Figures . ................... {;} ................................................ 57
Annexes @

A Acronyms related to IECQ and their @}‘tions ................................... 115
B Conversiontable .................... ® ...................................... 117
C Bibliography ...........ccooviiiii.t L R 127



-4 - 2326-4-1 © CEI:1996

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES -

)\6 Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides

-

)

2)

4)

5)

6)

/‘ avec connexions intercouches -
d} Spécification intermédiaire —
Section 1: Spécification particuliere d'agrément -
O’ Niveaux de performances A,Bet C

O AVANT-PROPOS

La CEI (Commissi
de I'ensemble des ¢

ctrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

ités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a pour objet de
favoriser la coopératign\internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'élect e. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes Internationales.
Leur élaboration est confié comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. ﬁ;ganisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEl, participent é§alement aux travaux. La CE! collabore étroitement avec 'Organisation
internationale de Normalisation @selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure

du possible un accord international s sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité des.

Les documents produits se présenten la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou gul gréés comme tels par les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internatic@ es Comités nationaux de la s'engagent a appliquer de fagon
transparente, dans toute la mesure possible, les es internationales de la CEl dans leurs normes nationales
et régionales. Toute divergence entre la norme d I%et la norme nationale ou régionale correspondante doit
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére. Q

q

La CEl n'a fixé aucune procédure concernant le mar comme indication d'approbation et sa responsabilité
n‘est pas engagée quand un matériel est déclaré conform e de ses normes.
L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments d résente Norme internationale peuvent faire

I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analog CEl ne saurait étre tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pa @naié leur existence.

La Norme internationale CEl 2326-4-1 a été établie par le comitd d'études 52 de la CEIl: Circuits

imprimés. ®
Ve,

Cette norme annule et remplace la CEl 326-6.

Cette norme doit étre consultée conjointement avec la CEl 2326-1 et la CS -4,

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: . O,

FDIS Rapport de vote 6

52/656/FDIS 52/678/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ay. n@ti a
l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et C sont données uniquement a titre d'information. 0

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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3)

4)

5)

6)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS -

Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer connections —

/‘ Sectional specification —
@ Section 1: Capability Detail Specification —
0’ Performance levels A, B and C

Q

FOREWORD
The |IEC (Interg | Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electfoteghnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-opefatipn on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in ad o other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technica@nmittees; any IEC National Committee interested in the subject deait with may
participate in this prep work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participat is preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO ﬂcc‘ordance with conditions determined by agreement between the two

organizations. /
The formal decisions or agreegﬁ of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion”on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committegs?

The documents produced have the forpt'of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guide%rey are accepted by the National Committees in that sense.

In order to promote international unifica C National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum ext sible in their national and regional standards. Any divergence
between the IEC Standard and the correspon ational or regional standard shall be clearly indicated in the
latter.

The IEC provides no marking procedure to indi }‘approval and cannot be rendered responsible for any
t

equipment declared to be in conformity with one of i

ards.
Attention is drawn to the possibility that some of the m ts of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible fo tifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 2326-4-1 has been prepared by@echnical committee 52: Printed circuits.

This standard cancels and replaces IEC 326-6.

This standard should be read in conjunction with IEC 2326-1 and | 6-4
The text of this standard is based on the following documents: ’ : 9
DIS Report on voting

=3
52/656/DIS 52/678/RVD O/

Full information on the voting for approval of this standard can be found in the report an indicated

in the above table.
Annexes A, B and C are for information only. @f

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in 6!53
Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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CARTES IMPRIMEES —

Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides
avec connexions intercouches ~
)\ Spécification intermédiaire -
6 . Section 1: Spécification particuliére d'agrément -
{p Niveaux de performances A, Bet C

1 Domaine @Iication

La présente spéci particuliére d'agrément (Cap DS) est basée sur la CEl 2326-4. Elle concerne
les cartes impriméés Iticouches rigides avec connexions transversales fabriquées avec les
matériaux spécifiés en Elle fournit des spécifications relatives au composant pour l'agrément de
savoir-faire (CQC), les @céristiques devant faire l'objet d'essais, les méthodes et les conditions
d'essai a appliquer, et les énces relatives a la démonstration de savoir-faire concernant le niveau
de performance A, B ou C. /

*

2 Références normatives {p

Les documents normatifs suivantes iennent des dispositions qui, par suite de la référence qui est

faite, constituent des dispositions vala pour la présente section de la CEl 2326-4. Au moment de la

publication, les éditions indiquées étaient igueur. Tout document normatif est sujet a révision et les

parties prenantes aux accords fondé présente section de la CEl 2326-4 sont invitées a

rechercher la possibilité d'appliquer les éditi plus récentes des documents normatifs indiqués ci-

aprés. Les membres de la CEl et de 'ISO pos Lle registre des Normes internationales en vigueur.
*

CEl 68-2-3: 1969, Essais d'environnement — Dew&e partie: Essais — Essai Ca: Essai continu de

chaleur humide
CEIl 68-2-20: 1979, Essais d'environnement — Deuxiém(éﬁe: Essais — Essai T: Soudure

CEl 68-2-38: 1974, Essais d'environnement — Deuxiéme@: Essais — Essai Z/AD: Essai cyclique
composite de température et d’humidité ®

CEl 249-3-3: 1991, Matériaux de base pour circuits imprimés —?siéme partie: Matériaux spéciaux
utilisés en association avec les circuits imprimés — Spécificatio 3: Matériaux de revétement
permanent en polymére (épargne de brasage) pour utilisation dans | ication des cartes imprimées

CEIl 1189-3/FDIS, Méthodes d'essai des matériaux électriques, des stn%d'interconnexions et des
ensembles — Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion

1
CEl 2326-1: 1996, Cartes imprimées — Partie 1: Spécification générique O/

CEl 2326-4: 1996, Cartes imprimées — Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigé avec connexion

intercouches — Spécification intermédiaire

R Actuellement au stade de projet final de norme intemationale.
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PRINTED BOARDS -

Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer connection —
Sectional specification —

)\ Section 1: Capability Detail Specification -
6 . Performance levels A, B and C
7

1 Scope o/

This Capabili il Specification (Cap DS) is based on IEC 2326-4. It relates to rigid multilayer printed
boards with inteflayér connections manufactured with materials specified in 3.1. It specifies the capability
qualifying compo@(CQC), the characteristics to be tested, the test methods and conditions to be

applied and the re ents to be fulfilled for testing capability for performance level A, B or C.

2 Normative reference@

The following normative do g&ts contain provisions which, through reference in this text, constitute
provisions of IEC 2326-4. At the time of publication, the editions indicated were valid. All standards are
subject to revision, and parties eements based on this section of IEC 2326-4 are encouraged to
investigate the possibility of applyi&e most recent editions of the standards indicated below. Members
of IEC and ISO maintain registers of cwtly valid International Standards.

IEC 68-2-3: 1969, Environmental testing ;P@f Tests — Test Ca: Damp heat, steady state
IEC 68-2-20: 1979, Environmental testing - 2: Tests — Test T: Soldering

IEC 68-2-38: 1974, Environmental testing — P. Tests — Test Z/AD: Composite temperature/humidity
cyclic test ' /‘

IEC 249-3-3: 1991, Base materials for printed cira@ Part 3: Special materials used in connection
with printed circuits -~ Specification No. 3: Permanent r coating materials (solder resist) for use in
the fabrication of printed boards

IEC/FDIS 1189-3: Test methods for electrical materials, int ction structures and assemblies —
Part 3: Test methods for interconnection structures”

IEC 2326-1: 1996, Printed boards — Part 1: Generic specification j@

IEC 2326-4: 1996, Printed boards - Part 4: Rigid multilayer printed bo ith interlayer connections —
Sectional specifications

R At present at the stage of Final Draft International Standard.





